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说明、目录、图表目录

报告说明:

    博思数据发布的《2014-2020年中国印制电路板市场监测及投资前景研究报告》共十章。首

先介绍了印制电路板相关概述、中国印制电路板市场运行环境等，接着分析了中国印制电路

板市场发展的现状，然后介绍了中国印制电路板重点区域市场运行形势。随后，报告对中国

印制电路板重点企业经营状况分析，最后分析了中国印制电路板行业发展趋势与投资预测。

您若想对印制电路板产业有个系统的了解或者想投资印制电路板行业，本报告是您不可或缺

的重要工具。 

     2013年中国PCB产业也处于调整时期。中国大陆企业产品类别众多，在智能产品领域中

的HDI、高端FPC、特种板等类型企业相对发展稳健；低端消费类 电子及电脑类PCB生产企业

因需求降低而利润微薄。另外，企业管理水平、市场能力、成本控制、资金安全与融资渠道

等在竞争激烈情况下差异化更加明显。 

    2013年中国PCB产业在经历2012年的调整之后将恢复增长，技术、管理提升、新扩产能等将

推动中国PCB产业继续保持发展，进一步扩大在国际市场的份额与影响力。 

      中国PCB产业通过整合和转型，企业分化步伐将加快，一批优良的规模企业将推动中

国PCB产业继续做大做强。从2000年到2015年中国PCB产业发展 趋势预测来看，中国印制电路

产业将继续保持发展的势头。这主要得益于规模企业继续加大投资，以江西、湖北、重庆、

江苏北部为代表的电子电路产业园的产业转 移和集聚发展，以及国内一批优秀企业通过管理

提升、建立适应新经济形势的人力资源、效益分配机制等新型企业经济文化，促使一批优秀

企业在企业规模、技术水 平、管理水平、市场拓展等方面获得持续发展，推动中国PCB产业

向更高技术含量产品和技术、更成熟配套系统、更均衡的国内国际市场份额发展，使中

国PCB 产业更为成熟和强大。 

     从产品产量发展趋势来看，产量增长幅度将放缓，主要是传统低端产品产量需求将保持在

一定数量上，电脑和传统办公等电子产品逐步被体积更小、功能更强的高端 智能产品所替代

。HDI积层板尤其是任意层连接ALIVH (Any Layer Inner Via Hole)  HDI板、IC载板、多层FPC

板、软硬结合板等方面将是发展的主力。 

第一章　印制电路板（PCB）的相关概述 

1.1　PCB的介绍 

1.1.1　PCB的定义 

1.1.2　PCB的分类 

1.1.3　PCB的历史 



1.2　PCB的产业链 

1.2.1　PCB产业链的构成 

1.2.2　产业链中的产品介绍 
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2.2　美国 

2.2.1　美国PCB产业的发展概况 

2.2.2　美国PCB主要生产厂家的发展 

2.2.3　北美PCB产业发展现状 

2.3　欧洲 

2.3.1　欧洲PCB产业发展概况 

2.3.2　2011年欧洲PCB行业发展开始恢复 

2.3.3　2012-2013年德国PCB产业的发展 

2.4　日本 

2.4.1　日本PCB产业的发展阶段 

2.4.2　日本PCB产的业发展回顾 

2.4.3　2012-2013年日本PCB产业的发展 

2.4.4　日本领先PCB厂商发展高端路线 

2.5　台湾地区 

2.5.1　2011年台湾PCB产业的发展 

2.5.2　2012-2013年台湾PCB产业的发展 

2.5.3　台湾PCB企业在大陆市场的发展动态 

第三章　2011-2013年中国PCB产业发展分析 

3.1　2011-2013年我国PCB产业的发展概况 

3.1.1　我国PCB产业的产值及产能 



3.1.2　我国PCB产业的产品结构 

3.1.3　我国PCB行业配套日渐完善 

3.1.4　我国成全球最大PCB制造基地 

3.1.5　我国PCB产业的发展机遇 

3.2　PCB产业竞争力分析 

3.2.1　竞争对手 

3.2.2　替代品 

3.2.3　潜在进入者 

3.2.4　供应商的力量 

3.3　HDI市场发展分析 

3.3.1　HDI市场容量 

3.3.2　HDI市场供求 

3.3.3　HDI市场趋势 

3.4　我国PCB产业发展问题及对策 

3.4.1　我国PCB产业与国外存在的差距 

3.4.2　PCB产业发展面临的挑战 

3.4.3　PCB产业持续发展的措施 

3.4.4　PCB产业需发展民族品牌 

第四章　中国印制电路板制造业财务状况 

4.1　中国印制电路板制造业经济规模 
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4.1.2　2009-2013年印制电路板制造业利润规模 

4.1.3　2009-2013年印制电路板制造业资产规模 

4.2　中国印制电路板制造业盈利能力指标分析 

4.2.1　2009-2013年印制电路板制造业亏损面 

4.2.2　2009-2013年印制电路板制造业销售毛利率 

4.2.3　2009-2013年印制电路板制造业成本费用利润率 
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4.3.2　2009-2013年印制电路板制造业流动资产周转率 
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